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(57)【要約】
　ランプ管内に配置するための支持構造体１００及び支
持構造体アセンブリ１０１０、１０２０、１０３０、１
０４０、１０５０並びに支持構造体を製造する方法１１
００が提供される。支持構造体は、少なくとも１つの照
明モジュールを固定するための少なくとも１つの固定手
段１１１、１１２を含む本体部分１１０を含む。本体部
分は、少なくとも１つの照明モジュールへの電力供給用
のドライバユニットを収容するために配置された少なく
とも１つの隔室１１３を更に含む。本体部分は単一部品
にて形成され、支持構造体は、少なくとも１つの隔室の
閉鎖のため少なくとも１つの隔室に連結可能な少なくと
も１つの蓋部分１２０を更に含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ランプ管内に配置するための支持構造体であって、
　　少なくとも１つの照明モジュールを固定するための少なくとも１つの固定手段と、
　　前記少なくとも１つの照明モジュールへの電力供給用のドライバユニットを収容する
少なくとも１つの隔室と、
を含む、本体部分を含み、
　前記本体部分が単一部品にて形成され、前記支持構造体が、前記少なくとも１つの隔室
の閉鎖のため前記少なくとも１つの隔室に連結可能な少なくとも１つの蓋部分を更に含む
、支持構造体。
【請求項２】
　前記本体部分及び前記少なくとも１つの蓋部分が単一部品にて形成される、請求項１に
記載の支持構造体。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの蓋部分が前記少なくとも１つの隔室に関節式に連結されている、
請求項２に記載の支持構造体。
【請求項４】
　前記本体部分が長尺状の形状を有し、且つ半円状の断面を有する、請求項１に記載の支
持構造体。
【請求項５】
　前記本体部分が射出成形プラスチック材料から製造される、請求項１に記載の支持構造
体。
【請求項６】
　前記本体部分に連結可能であり、前記少なくとも１つの照明モジュールからの熱の分配
用に配置された少なくとも１つの熱分配構造体を更に含む、請求項１に記載の支持構造体
。
【請求項７】
　前記熱分配構造体が金属板である、請求項６に記載の支持構造体。
【請求項８】
　長手方向の相互連結用に配置された少なくとも１つの本体部分であって、前記少なくと
も１つの本体部分の少なくとも１つが少なくとも１つの照明モジュールを固定するための
少なくとも１つの固定手段を含み、前記少なくとも１つの本体部分の少なくとも１つが前
記少なくとも１つの照明モジュールへの電力供給用のドライバユニットを収容する少なく
とも１つの隔室を含む、少なくとも１つの本体部分と、
　前記少なくとも１つの隔室の閉鎖のため前記少なくとも１つの隔室に連結可能な少なく
とも１つの蓋部分と、
を含む、支持構造体アセンブリ。
【請求項９】
　組立後の前記支持構造体アセンブリの少なくとも一部がランプ管への挿入のため前記ラ
ンプ管の内寸内に適合し、
　前記支持構造体アセンブリが、
　前記支持構造体アセンブリの第１端部部分であって、前記第１端部部分が前記少なくと
も一部よりも大きな直径を有し、挿入時、前記ランプ管の第１端部に当接する、第１端部
部分と、
　前記第１端部部分と反対側の前記支持構造体アセンブリの第２端部部分に配置された端
部要素であって、前記端部要素が挿入時、前記ランプ管の第２端部において前記支持構造
体アセンブリを固定する、端部要素と、
を更に含む、請求項８に記載の支持構造体アセンブリ。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの本体部分の少なくとも１つに連結可能であり、前記少なくとも１
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つの照明モジュールからの熱の分配用に配置された少なくとも１つの熱分配構造体を更に
含む、請求項８に記載の支持構造体アセンブリ。
【請求項１１】
　第１の群の１つ又は複数の本体部分が、前記第１の群とは異なる第２の群の１つ又は複
数の本体部分の材料とは異なる材料を含む、請求項８に記載の支持構造体アセンブリ。
【請求項１２】
　ランプ管と、
　少なくとも１つの照明モジュールと、
　前記少なくとも１つの照明モジュールへの電力供給用のドライバユニットと、
　前記少なくとも１つの照明モジュールを支持し、且つ前記ドライバユニットを収容する
請求項１に記載の支持構造体又は請求項８に記載の支持構造体アセンブリであって、前記
支持構造体又は支持構造体アセンブリが前記ランプ管内に配置されている、支持構造体又
は支持構造体アセンブリと、
を含む、照明デバイス。
【請求項１３】
　前記ランプ管がガラス製ランプ管である、請求項１２に記載の照明デバイス。
【請求項１４】
　ランプ管内に配置するための支持構造体を製造する方法であって、
　プラスチック材料を流体状態にて用意し、前記プラスチック材料を型に射出するステッ
プと、
　前記プラスチック材料を本体部分に成形するステップと、
を含み、
　前記本体部分が、単一部品にて成形され、且つ少なくとも１つの照明モジュールを固定
するための少なくとも１つの固定手段と、前記少なくとも１つの照明モジュールへの電力
供給用のドライバユニットを収容する少なくとも１つの隔室と、少なくとも１つの蓋部分
を前記少なくとも１つの隔室に連結するための少なくとも１つの連結手段と、を含む、
方法。
【請求項１５】
　熱伝導シート材を用意するステップと、
　前記熱伝導シート材を型内に配置するステップと、
　プラスチック材料を流体状態にて用意し、前記プラスチック材料を前記型に射出するス
テップと、
　前記プラスチック材料を前記本体部分に成形するステップと、
を含み、
　前記シート材が前記プラスチック材料に接着され、前記プラスチック材料と前記シート
材とが互いに熱的に連結される、
請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、後付け式管形ランプの分野に関する。特に、本発明は、ランプ管内
に配置するための支持構造体及びこのような支持構造体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明目的での発光ダイオード（ＬＥＤ:light-emitting diode）の使用に引き続き注目
が集まっている。白熱灯、蛍光灯、ネオン管灯等と比較すると、ＬＥＤは、より長い動作
寿命、消費電力の低下、及び光エネルギーと熱エネルギーの比率に関する効率の向上など
の多くの利点をもたらす。新たな、改良されたＬＥＤの発展により、後付け（retrofitti
ng）とも呼ばれる、従来の光源の、ＬＥＤベースのランプへの交換に対する関心が高まっ
ている。ＬＥＤが事実上あらゆる種類の照明、例えば、商業用又は家庭用照明装置、広告
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サイン、交通信号機、出口標識等の従来の光源に取って代わり得ることは理解されよう。
光源交換（後付け）は多くの場合、従来の光源を照明装置の照明器具（例えばランプホル
ダ）から取り外し、ＬＥＤ、ＬＥＤ装置、ランプ及び／又はデバイスを照明器具に取り付
けることにより実施される。
【０００３】
　更に、様々なＬＥＤベース後付け式ランプが従来のランプの形状を模すように設計され
ている。例えば、ＬＥＤを含む後付け式管形ランプが開示されており、これら管形ランプ
は従来の蛍光管形ランプの代わりとして用いられるように構成されている。米国特許第８
２８２２４７号では、従来の蛍光器具で使用するためのＬＥＤベースの照明装置が示され
ている。ＬＥＤは、高熱伝導性材料から作製された長尺状のヒートシンク上に取り付けら
れた回路基板に取り付けられている。ヒートシンクは長尺状の半透明な管に摺動可能に挿
入され、摩擦嵌合によって所定の位置に保持され得る。
【０００４】
　しかしながら、示された照明装置は状況に依存するものであり、管が破損した場合に照
明装置の安全を保証するものではない。従って、照明装置又はデバイスの容易な及び／又
はよりコスト効果的な製造のため別の解決策への関心が高まっている。これらの照明装置
は更に、安全な取り扱い及び操作を提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記課題に対し成されたものである。本発明の目的は、支持構造体、支持構造
体アセンブリ及び支持構造体を製造する方法を提供することであり、これによって、後付
け式管形ランプなどの照明デバイスの容易な製造を実現し、製造コストの低減を可能にす
る及び／又は照明デバイスのより安全な操作及び取り扱いを実現する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的及び他の目的は独立請求項に定義される特徴を有する支持構造体、支持構造体
アセンブリ及び方法を提供することにより達成される。本発明の好適な実施形態は従属請
求項に定義される。
【０００７】
　従って、本発明の第１の態様によれば、ランプ管内に配置するための支持構造体が提供
される。支持構造体は、少なくとも１つの照明モジュールを固定するための少なくとも１
つの固定手段を含む本体部分を含む。本体部分は、少なくとも１つの照明モジュールへの
電力供給用のドライバユニットを収容するために配置された少なくとも１つの隔室を更に
含む。本体部分は単一部品にて形成され、支持構造体は、少なくとも１つの隔室の閉鎖の
ため少なくとも１つの隔室に連結可能な少なくとも１つの蓋部分を更に含む。
【０００８】
　本発明の第２の態様によれば、長手方向の相互連結用に配置された少なくとも１つの本
体部分を含む支持構造体アセンブリが提供される。少なくとも１つの本体部分の少なくと
も１つは、少なくとも１つの照明モジュールを固定するための少なくとも１つの固定手段
を含む。少なくとも１つの本体部分の少なくとも１つは、少なくとも１つの照明モジュー
ルへの電力供給用のドライバユニットを収容するために配置された少なくとも１つの隔室
を含む。支持構造体アセンブリは、少なくとも１つの隔室の閉鎖のため少なくとも１つの
隔室に連結可能な少なくとも１つの蓋部分を更に含む。
【０００９】
　本発明の第３の態様によれば、ランプ管内に配置するための支持構造体を製造する方法
が提供される。本方法は、プラスチック材料を流体状態にて用意し、プラスチック材料を
型に射出するステップを含む。本方法は、プラスチック材料を本体部分に成形するステッ
プを更に含み、本体部分は単一部品に成形され、且つ少なくとも１つの照明モジュールを
固定するための少なくとも１つの固定手段と、少なくとも１つの照明モジュールへの電力
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供給用のドライバユニットを収容するために配置された少なくとも１つの隔室と、少なく
とも１つの蓋部分を少なくとも１つの隔室に連結するための少なくとも１つの連結手段と
、を含む。
【００１０】
　従って、本発明は、容易に且つコスト効率的に製造される単一部品の本体部分を含む支
持構造体を提供するという考えに基づく。本体部分は照明モジュールを保持するように配
置されており、照明モジュールに電力を供給するためのドライバユニット用の隔室を便利
に提供する。支持構造体は隔室の閉鎖用の蓋部分を更に含み、隔室及び蓋部分はその中に
配置されたドライバユニットの安全な密閉を確実とする。本発明はこれによってランプ管
内に配置するための効率的で便利且つコスト効果的な支持構造体を提供し、支持構造体は
、更に、ランプ管の安全な操作及び／又は取り扱いを実現する。
【００１１】
　本発明は支持構造体の本体部分が単一部品にて形成されるという点で有利である。これ
は、支持構造体の構成要素が比較的少数であり、これら構成要素の取り扱い、配置及び／
又は固定の工程が減少することを意味する。本発明はこれによって支持構造体の比較的安
価且つコスト効果的な製造という利点を提供する。更に、支持構造体の比較的少数の構成
要素は、特に比較的多数の構成要素を含む先行技術のデバイス／装置と比較してリサイク
ルがより簡単になることを意味する。
【００１２】
　本発明は、少なくとも１つの照明モジュールを固定するための少なくとも１つの固定手
段が単一部品の本体部分に含まれる（組み込まれる）という点で更に有利である。従って
、本発明においては追加／補助固定デバイス及び／又は手段（例えば、クリップ、接着剤
等）が不要になり、これによって、更に一層便利且つ簡単に製造される支持構造体を提供
する。
【００１３】
　本発明は、ドライバユニットを収容するために配置された隔室が、単一部品の支持構造
体本体部分を含むという点で更に有利である。電源機器を保持するために追加構成要素（
ハウジング）を支持構造体に設ける及び／又は固定する必要がこれによって回避される。
従って、一体化された本体部分隔室は、支持構造体の更により便利且つよりコスト効率的
な製造に寄与する。
【００１４】
　「ドライバユニット（driver unit）」（又はドライバ（driver））とは、ここでは１
つ又は複数の供給／制御部品及び／又は回路を意味し、この部品及び／又は回路は、支持
構造体上に配置された照明モジュール（及び／又は照明モジュールに含まれるＬＥＤ）を
駆動／動作するための電力を供給するように構成されている。ドライバユニットは外部電
源／外部電力供給源に接続可能であっても良いことは理解されよう。
【００１５】
　本発明は、少なくとも１つの隔室の閉鎖のために配置された支持構造体の少なくとも１
つの蓋部分がドライバユニットを少なくとも部分的に密閉することによって少なくとも１
つの隔室内に配置されたドライバユニットの安全を向上させるという点で更に有利である
。支持構造体がランプ管内に配置され、ランプ管が破損した場合、支持構造体の隔室及び
／又は蓋部分は、任意の追加構成要素／部品の必要無しにランプ管内のドライバユニット
の効率的且つ便利な保護を提供する。電気安全基準ではランプ管が破損した場合にランプ
が任意の電子接続部及び／又は部品を露出させないことが要求され得るため、ランプ管内
に配置されたドライバユニットの保護は非常に重要であることは理解されよう。先行技術
の装置では、保護は多くの場合ランプ管自体によって提供されることが求められ、耐久性
／頑丈さのため、押出プラスチック材料などの高価な材料の使用に至ることが多い。本発
明では、その一方で、ドライバユニット（及びランプ管）の保護は支持構造体によって提
供される。このため、支持構造体ではランプ管に対し、ガラス製の一般的なランプ管の使
用などのより安価な材料及び／又はデバイスを使用することが可能になる。更に、少なく
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とも１つの蓋部分が少なくとも１つの照明モジュールを覆う必要がないため、少なくとも
１つの蓋部分は透明材料で作製される必要はない。従って、少なくとも１つの蓋部分は透
明又は半透明カバーよりも安価な材料で作製しても良い。蓋部分及び隔室が隔室内に配置
されたドライバユニットを少なくとも部分的に密閉するよう配置されるように、少なくと
も１つの蓋部分は、少なくとも１つの隔室の開閉可能な閉鎖のため少なくとも１つの隔室
に連結可能であっても良い（又は連結されても良い）。換言すると、蓋部分が隔室を閉じ
、再度開くよう配置され得るように、蓋部分（及び／又は隔室）は解除可能な連結部を含
んでも良い。これにより、隔室内に配置されたドライバユニットの、例えば故障による取
り外し及び／又は交換を可能にしても良い。或いは、蓋部分は隔室の永久的な閉鎖のため
に隔室に連結されても連結可能とされても良い。
【００１６】
　本発明は、支持構造体は、支持構造体上／内における１つ又は複数の構成要素の簡単且
つ便利な配置を提供し、更に、ランプ管への簡単な挿入を提供するという点で更に有利で
ある。例えば、照明モジュールは手動又は自動操作によって（例えば「ピックアンドプレ
ース」オートメーションによって）支持構造体の固定手段に容易に固定されても良い。同
様に、支持構造体の容易にアクセス可能な隔室により、前記隔室へのドライバユニットの
便利な配置を提供する。照明モジュール及びドライバユニットを保持するように配置され
た支持構造体は、その後、ランプ管に挿入されても良い。
【００１７】
　本発明の支持構造体において追加エンドキャップ等は必要とされないが、これはそのよ
うなエンドキャップの機能が単一部品の支持構造体本体部分に組み込まれているからであ
ることは理解されよう。このため、本発明は先行技術の装置と比較してより一層便利でコ
スト効率的な支持構造体を提供する。
【００１８】
　支持構造体の本体部分は、少なくとも１つの照明モジュールを固定するための少なくと
も１つの固定手段を含む。「固定手段（fastening means）」とは、本明細書では、１つ
又は複数のクランプ、スナップフィット、ロック機構等のような、固定、固着及び／又は
取り付け用の実質的にあらゆる手段を意味する。或いは又は更に、少なくとも固定手段は
粘着テープ又は接着剤を含んでも良い。
【００１９】
　支持構造体の本体部分は、電力供給用のドライバユニットを収容するために配置された
少なくとも１つの隔室を更に含む。「隔室（compartment）」とは、本明細書では、中に
配置されたドライバユニットを少なくとも部分的に密閉する及び／又は保持するために配
置されたキャビティ、カバー、ハウジング、シート等を意味する。
【００２０】
　少なくとも１つの固定手段及び少なくとも１つの隔室を含む本体部分は単一部品にて形
成されることは理解されよう。従って、本明細書では本体部分は単一材料片を含むことを
意味する。本体部分は成形／鋳造又は引抜技術によって形成されても良い。
【００２１】
　支持構造体は、隔室の閉鎖のため少なくとも１つの隔室に連結可能な少なくとも１つの
蓋部分を更に含む。「蓋部分（lid portion）」とは、本明細書中では蓋、キャップ、カ
バー等を意味する。
【００２２】
　本発明の一実施形態によれば、本体部分及び支持構造体の少なくとも１つの蓋部分は単
一部品にて形成されても良い。本実施形態は、蓋部分を含む単一部品の本体部分により、
支持構造体のより一層簡単で便利な及び／又はコスト効率的な製造に至るという点で有利
である。本実施形態は、単一部品の本体部分への蓋部分の組み込みにより、支持構造体の
別個の構成要素／部品の数を更に低減し、結果として、取り扱い及び保管の点において更
により便利な支持構造体となるという点で更に有利である。
【００２３】
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　本発明の一実施形態によれば、少なくとも１つの蓋部分は少なくとも１つの隔室に関節
式に連結されても良い。本実施形態は、蓋部分の関節式／ヒンジ式配置構成により、隔室
の閉鎖が直感的且つ容易に実施されるという点で有利である。
【００２４】
　本発明の一実施形態によれば、本体部分は長尺状の形状を有しても良く、且つ半円状の
断面を有しても良い。照明モジュールが半円状の本体部分の平坦部に配置される場合、こ
れによって、支持構造体は、照明モジュールからの比較的大部分の光が本体部分によって
遮断されることなく周囲に放出されることを可能にする。これにより、本体部分は必ずし
も透明又は半透明材料で作製される必要はなく、これにより、支持構造体のコストを更に
一層低減する。本体部分の形状及び／又は断面は、有利には、支持構造体が配置されても
良い円筒状ランプ管の内部形状に合うように構成されても良い。本体部分は、更に、ラン
プ管内に配置された際にこの内部形状に接するように配置されても良い。本体部分の適合
させたフィット性及び／又は円筒状ランプ管内における本体部分の配置は、記載したよう
に、比較的軟質及び／又は非剛性材料で出来た本体部分の使用を可能にする。従って、支
持構造体がランプ管内に配置されると、（自己支持式の本体部分を提供する必要の代わり
に）ランプ管の剛性により本体部分の形状を維持しても良い。更に、本体部分がランプ管
内に配置される場合、本発明の実施形態による半円状の本体部分は、本体部分とランプ管
との間に照明モジュール混合チャンバ用のスペースを提供する。
【００２５】
　本発明の一実施形態によれば、本体部分は射出成形プラスチック材料から製造されても
良い。本実施形態は、本体部分の製造がこれによってより一層コスト効率的になるという
点で有利である。
【００２６】
　本発明の一実施形態によれば、支持構造体は、本体部分に連結可能であり、且つ少なく
とも１つの照明モジュールからの熱の分配用に配置された少なくとも１つの熱分配構造体
を更に含んでも良い。換言すると、熱分配構造体は、熱分配構造体が本体部分を介して支
持構造体に配置された照明モジュールと熱接触するように本体部分に連結されても良い。
この配置によって、熱分配構造体は照明モジュール、光源（例えばＬＥＤ）及び／又は照
明モジュールに配置された他の構成要素から熱を取り去るように配置されている。少なく
とも１つの熱分配構造体によって提供される剛性の必要性を低減するために、本体部分及
び／又はランプ管は（管形ランプに）剛性を付与しても良い。これにより、より小型／よ
り薄型の熱分配構造体の使用を可能にし、これによって、支持構造体の製造コストを更に
一層低減する。例えば、少なくとも１つの熱分配構造体は金属製であっても良く、金属板
であっても良い。これにより、１つ又は複数の光源からの熱の分配に加え、管形ランプに
剛性を付与する目的を持つより厚型の熱分配構造体と比較して大幅なコスト削減をもたら
す。本実施形態においては、少なくとも１つの熱分配構造体は、有利には、照明モジュー
ル及び少なくとも１つの熱分配構造体が本体部分に（の上に）熱伝導スタックを形成する
ことができるように、本体部分によって保持された照明モジュールの上に配置されても良
い。
【００２７】
　本発明の第２の態様によれば、長手方向の相互連結用に配置された少なくとも１つの本
体部分を含む支持構造体アセンブリが提供される。「長手方向の相互連結（longitudinal
 interconnection）」とは、本明細書中では、２つ以上の本体部分が互いに長手方向に相
互連結される、ロックされる及び／又は固定されることを意味する。本発明の第１の態様
と同様に、支持構造体アセンブリは、少なくとも１つの照明モジュールを固定するための
少なくとも１つの固定手段と、少なくとも１つの照明モジュールへの電力供給用のドライ
バユニットを収容するために配置された少なくとも１つの隔室と、少なくとも１つの隔室
の閉鎖のため少なくとも１つの隔室に連結可能な少なくとも１つの蓋部分と、を含む。
【００２８】
　言及した支持構造体の利点は支持構造体アセンブリにも当てはまることは理解されよう
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。支持構造体アセンブリは、支持構造体アセンブリの２つ以上の本体部分が便利に相互連
結されても良いという点で更に有利である。本体部分の相互連結は支持構造体アセンブリ
をランプ管内に配置する場合に特に有利である。更に、所望の長さの支持構造体アセンブ
リが、例えば、前記長さを、支持構造体アセンブリが中に配置されることになるランプ管
の長さに合わせる目的で形成されても良い。２つ以上の本体部分の相互連結は手動又は自
動の何れかで実施されても良い。２つ以上の本体部分は実質的に任意のロック又は固定手
段、例えば、１つ又は複数のスナップ連結具（snap connections）によって相互連結され
ても良いことは理解されよう。
【００２９】
　本発明の第２の態様の一実施形態によれば、組立後の支持構造体アセンブリの少なくと
も（主要）部分は、ランプ管への挿入のためランプ管の内寸内に適合するように配置され
ても良い。支持構造体アセンブリは支持構造体アセンブリの第１端部部分を更に含んでも
良く、第１端部部分は（主要）部分よりも大きな直径を有し、且つ挿入時、ランプ管の第
１端部に当接するようになっている。支持構造体アセンブリは、第１端部部分の反対側の
、支持構造体アセンブリの第２端部部分に配置された端部要素を更に含んでも良く、端部
要素は、挿入時、支持構造体アセンブリをランプ管の第２端部に固定するように配置され
ている。（主要）部分と比較するとより大きな第１端部部分の形状寸法は、その端部にお
ける支持構造体アセンブリの固定及びその端部におけるランプ管の閉鎖／密閉を、別個の
エンドキャップなどの追加部品の必要無しに可能にすることは理解されよう。端部要素は
、例えば、ランプ管の第１端部の反対側の、ランプ管の第２端部を介して出されると拡張
するように構成された支持構造体アセンブリの形状寸法であっても良い。そのような拡張
形状寸法により、支持構造体アセンブリの部品の数を更に一層低減しても良い。或いは、
端部要素はランプ管の第２端部への挿入用の要素、例えば、端部プラグであっても良い。
本発明の第１の態様に対しては類似の実施形態もまた想定される、即ち、上述のように第
１端部部分及び端部要素を更に含む支持構造体が想定されることに留意すべきである。
【００３０】
　本発明の一実施形態によれば、支持構造体アセンブリは、少なくとも１つの本体部分の
少なくとも１つに連結可能であり、且つ支持構造体によって保持された少なくとも１つの
照明モジュールからの熱の分配用に配置された少なくとも１つの熱分配構造体（例えば金
属板）を更に含んでも良い。この実施形態の利点は、本発明の第１の態様の対応する実施
形態に関して記載した利点に類似する。
【００３１】
　本発明の第２の態様の一実施形態によれば、第１の群の１つ又は複数の本体部分は、第
１の群とは異なる第２の群の１つ又は複数の本体部分の材料とは異なる材料を含んでも良
い。換言すると、特定部分の要求特性に応じて異なる本体部分に異なる材料が使用されて
も良い。本実施形態は、特定の本体部分においては要求される／求められる材料特性（例
えば、電気絶縁性、透明性及び／又は剛性）を備えた材料が使用されても良く、その一方
で、特定の材料特性があまり重要でない本体部分においては他の（及び更に比較的安価な
）材料が使用されても良いという点で有利である。例えば、少なくとも部分的にランプ管
の外側に設けられるように配置された本体部分は電気絶縁材料を含んでも良く、ドライバ
ユニットを収容するための少なくとも１つの隔室を含む本体部分は隔室内に配置されたド
ライバユニットの保護を向上させるため、より頑丈な及び／又はより耐久性のある材料を
含んでも良い。
【００３２】
　本発明の一実施形態によれば、ランプ管と、少なくとも１つの照明モジュールと、少な
くとも１つの照明モジュールへの電力供給用のドライバユニットと、を含む照明デバイス
が提供される。照明デバイスは、本発明の第１の態様による支持構造体又は本発明の第２
の態様による支持構造体アセンブリを更に含む。支持構造体又は支持構造体アセンブリは
、少なくとも１つの照明モジュールを支持し、且つドライバユニットを収容するように配
置されている。更に、支持構造体又は支持構造体アセンブリはランプ管内に配置されてい
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る。本実施形態の照明デバイスは、管形ランプなどのランプ管を含む実質的に任意の種類
の照明デバイスであっても良いことは理解されよう。更に、「照明モジュール（lighting
 module）」とは、本明細書中では、１つ又は複数の電気部品、例えばＬＥＤの機械的及
び／又は電気的支持のために配置されたプリント回路基板（ＰＣＢ:printed circuit boa
rd）、基板等を意味する。本発明の最初の２つの態様に関して記載した利点は本発明の実
施形態による照明デバイスにも同様に当てはまることは理解されよう。照明デバイスの更
に高度の保護のため、支持構造体の少なくとも１つの照明モジュールはランプ管が破損し
た場合に中の電子接続部が保護されるように保護用ラミネーション、コーティング及び／
又は被覆材を更に含んでも良い。
【００３３】
　本発明の一実施形態によれば、照明デバイスのランプ管はガラス製ランプ管であっても
良い。本実施形態は、ガラス材料がランプ管に（及びその中に配置された支持構造体又は
支持構造体アセンブリに）剛性を付与するという点で有利である。更に、比較的安価なガ
ラスの使用は照明デバイスの製造コストを更に一層低減する。
【００３４】
　本発明の第３の態様の一実施形態によれば、方法は、熱伝導シート材を用意するステッ
プと、熱伝導シート材を型に配置するステップと、プラスチック材料を流体状態にて用意
し、プラスチック材料を型に射出するステップと、プラスチック材料を本体部分に成形す
るステップと、を含んでも良く、シート材はプラスチック材料に接着され、プラスチック
材料とシート材は互いに熱的に連結される。用語「流体状態（fluid state）」とは、本
明細書中では、型の形態に合わせることができるプラスチック材料の状態、例えば、溶融
物を意味する。本実施形態は、熱伝導シート材の形態の熱分配構造体を含む支持構造体の
効率的且つコスト効果的な製造方法を提供するという点で有利である。熱分配構造体は支
持構造体によって保持された１つ又は複数の熱発生素子（例えば、照明モジュール及び／
又はＬＥＤ）によって発生した熱を効率的に放散するように配置されている。本発明の方
法の別の利点は、先行技術に使用されている方法及びプロセスと比較して、例えば、イン
サート成形法と比較してより少ない熱分配材料が必要とされることである。従って、本発
明の方法は支持構造体の製造コストを更に一層低減しても良い。更に、熱分配構造体は本
発明の方法から得られる支持構造体に対し如何なる剛性も付与する必要はない。支持構造
体が（ガラス製）ランプ管内に配置される場合、ランプ管自体が必要とされる剛性を付与
することが可能である。従って、比較的薄いシート材が熱分配構造体として使用されても
良く、これにより支持構造体の製造コスト更に一層低減する。
【００３５】
　本発明の第１及び第２の態様による支持構造体又は支持構造体アセンブリに関し上述し
た実施形態のいずれの特徴も、それぞれ支持構造体及び支持構造体アセンブリの他の実施
形態と組み合わされても良いことは理解されよう。同様に、本発明の第３の態様による方
法に関し上述した実施形態のいずれの特徴も本方法の他の実施形態及び／又は支持構造体
又は支持構造体アセンブリの実施形態と組み合わされても良いことは理解されよう。
【００３６】
　本発明の更なる目的、特徴及び利点については以下の詳細な開示、図面及び添付の特許
請求の範囲を検討すると明らかになろう。当業者であれば、以下に記載される実施形態以
外の実施形態を作製するために本発明の種々の特徴が組み合わされ得ることは認識するで
あろう。
【００３７】
　ここで、本発明のこの態様及び他の態様が本発明の実施形態を示す添付の図面を参照し
てより詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態による支持構造体の概略斜視図である。
【図２】照明デバイスが図１に示される支持構造体を含む本発明の一実施形態による照明
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デバイス及びそのアセンブリを概略的に示す。
【図３】照明デバイスが図１に示される支持構造体を含む本発明の一実施形態による照明
デバイス及びそのアセンブリを概略的に示す。
【図４】照明デバイスが図１に示される支持構造体を含む本発明の一実施形態による照明
デバイス及びそのアセンブリを概略的に示す。
【図５】照明デバイスが図１に示される支持構造体を含む本発明の一実施形態による照明
デバイス及びそのアセンブリを概略的に示す。
【図６】図５に示される照明デバイスの線Ｌ１－Ｌ１に沿って切った断面を概略的に示す
。
【図７】本発明の別の実施形態による照明デバイスの対応する断面を概略的に示す。
【図８】図１に示される支持構造体の線Ｌ２－Ｌ２に沿って切った断面を概略的に示す。
【図９】本発明の別の実施形態による支持構造体の対応する断面を概略的に示す。
【図１０ａ】本発明による支持構造体アセンブリの或る実施形態の側面図である。
【図１０ｂ】本発明による支持構造体アセンブリの別の実施形態の側面図である。
【図１０ｃ】本発明による支持構造体アセンブリの別の実施形態の側面図である。
【図１０ｄ】本発明による支持構造体アセンブリの別の実施形態の側面図である。
【図１０ｅ】本発明による支持構造体アセンブリの別の実施形態の側面図である。
【図１１】本発明の一実施形態による支持構造体を製造する方法の概要を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　全ての図は概略図であり必ずしも一定の縮尺ではなく、全般的に、本発明を説明するた
めに必要な部品のみを示すものであり、その他の部品は省略される又は示唆されるのみと
され得る。
【００４０】
　図１は、ランプ管内に配置するための支持構造体１００の概略斜視図である。支持構造
体１００は、円筒形状を有するランプ管内への取り付けのために長尺状の形状及び半円状
の断面を有する本体部分１１０を含む。他の形状の本体部分を備えた支持構造体の実施形
態もまた想定される。例えば、異なる形状を有する（例えば非円形断面を有する）ランプ
管への挿入用の支持構造体においては、本体部分はそのようなランプ管内に適合するよう
に構成された形状を有しても良い。図１に示される実施形態においては、本体部分１１０
は、少なくとも１つの照明モジュールを固定するための少なくとも１つの固定手段１１１
、１１２を含み、固定手段１１１、１１２は１つ又は複数のプリント回路基板（ＰＣＢ）
の形態の少なくとも１つの照明モジュールを固定するための凹部１１１及びピン１１２を
含むスナップフィット構造として例示されている。幾つかの実施形態では、凹部１１１及
び／又はピン１１２は熱分配構造体も固定するように構成されても良い。或いは、本体部
分１１０は熱分配構造体を固定するための更なる固定手段を含んでも良い。本体部分１１
０は、本体部分１１０によって保持された照明モジュールへの電力供給用のドライバユニ
ットを収容するために配置された隔室１１３を更に含む。本体部分１１０は単一部品にて
形成される。即ち、本体部分１１０は単一材料片からなる。本体部分１１０は、例えば、
成形／鋳造又は引抜技術によって形成されても良く、例えば、ポリカーボネート、ポリブ
チレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリプロピレン（ＰＰ）又は高密度ポリエチレン（Ｈ
ＤＰＥ）などのプラスチック材料製であっても良い。
【００４１】
　支持構造体１００は隔室１１３の閉鎖用の蓋部分１２０を更に含む。示されるように、
蓋部分１２０が本体部分１１０に連結されるように蓋部分１２０及び本体部分１１０は単
一部品にて形成されても良い。ここでは、蓋部分１２０は隔室１１３の閉鎖のため本体部
分１１０に関節式に連結されている（ヒンジ連結されている）。蓋部分１２０の簡単且つ
便利な閉鎖を可能にするため、蓋部分１２０と本体部分１１０との間の関節を形成する連
結部は、例えば、比較的薄肉の材料部分を含んでも良い。或いは、蓋部分１２０は本体部
分１１０と別個に設けられても良い。これについては図９との関連において記載される。
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図１の蓋部分１２０は、ランプ管内への取り付けのために半円状の断面を有し、隔室１１
３上で閉じられると円筒形状を有する。蓋部分１２０は他の形状の支持構造体への便利な
取り付けのため実質的に任意の他の形状を取っても良いことは理解されよう。例えば、蓋
部分１２０は実質的に平坦であっても良い。
【００４２】
　図２乃至５は、本発明の一実施形態による照明デバイスのアセンブリ及び照明デバイス
自体を概略的に示す。ここでは後付け式管形ランプ２００の形態の照明デバイスは図１に
示される支持構造体１００を含む。
【００４３】
　図２では、ＰＣＢの形態の照明モジュール２１０が提供される。管形ランプ２００の光
出力を提供するため１つ又は複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）２１１がＰＣＢ２１０上に
取り付けられている。図２に示すように、ＰＣＢ２１０は本体部分１１０の凹部１１１及
びピン１１２として例示した固定手段により図１に示される支持構造体１００に固定され
ている。ＰＣＢ２１０及びＬＥＤ２１１に電力を供給するためにドライバユニット２２０
が隔室１１３内に配置されており、且つＰＣＢ２１０に接続されている。ドライバユニッ
ト２２０は、管形ランプ２００を電源に接続するための電力接続ピン２２１を含む。ＰＣ
Ｂ２１０は、例えば、手動又は自動操作によって（例えば、「ピックアンドプレース」オ
ートメーションによって）支持構造体１００に固定されても良い。幾つかの実施形態では
、複数のＰＣＢは本体部分１１０内に配置された接続部を介して相互接続されても良い。
例えば、そのような接続部は、例えば、本体部分１１０を製造するための射出成形プロセ
スにおける追加ステップとしてインサート成形により配置されても良い。
【００４４】
　図３乃至４は、本体部分１１０のピン１１２により支持構造体１００に固定された熱分
配構造体２３０を示す。熱分配構造体２３０は、ＰＣＢ２１０及び熱分配構造体２３０が
本体部分１１０の上に熱伝導スタック（heat conductive stack）を形成するように、Ｐ
ＣＢ２１０の上に配置されても良い。熱分配構造体２３０は、有利には、ＬＥＤ２１１を
カバーされない状態に維持するような形状にされても良い。熱分配構造体２３０は金属（
例えばアルミニウム）などの熱伝導材料で作製されても良い。例えば、熱分配構造体２３
０は金属板であっても箔であっても良い。別の実施形態においては、熱分配構造体２３０
はＰＣＢ２１０が固定される前に支持構造体１００に固定されても良い。即ち、熱分配構
造体２３０は本体部分１１０とＰＣＢ２１０との間に配置されても良い。
【００４５】
　図４では、蓋部分１２０は隔室１１３上で閉じられている。隔室１１３及び蓋部分１２
０はこれによってドライバユニット２２０の周囲に保護筐体２４０を形成する一方で、Ｌ
ＥＤ２１１はカバーされないままである。隔室１１３及び蓋部分１２０によって設けられ
た筐体２４０は電気接続部及び／又はドライバユニット２２０の構成要素の安全を向上さ
せる。支持構造体１００がランプ管内に配置され、ランプ管が破損した場合、隔室１１３
及び蓋部分１２０は支持構造体１００内に配置されたドライバユニット２２０を効率的に
保護する。更に、隔室１１３及び蓋部分１２０によって設けられた筐体２４０はドライバ
ユニット２２０を固定し、それによって、ねじ及び／又はクランプなどのドライバユニッ
ト２２０用の更なる固定手段の必要性を低減する。ＰＣＢ２１０は、任意選択的に、ＰＣ
Ｂ２１０が中に配置されたランプ管が破損した場合に中の電子接続部が保護されるように
保護用ラミネーション、コーティング及び／又は被覆材を含んでも良い。
【００４６】
　図５に示すように、支持構造体１００は、その後、管形ランプ２００を形成するために
ＰＣＢ２１０、ドライバユニット２２０及び熱分配構造体２３０と共にランプ管２５０に
挿入されても良い。支持構造体１００は、ランプ管２５０への挿入前に、ＰＣＢ２１０、
ドライバユニット２２０及び熱分配構造体２３０の単純なトップダウンアセンブリを可能
にする（例えば、接着剤及び／又はねじなどの追加固定手段の必要性を排除するスナップ
フィット構造により）、これによって、管形ランプ２００の組み立てを容易にする。支持
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構造体１００は、また、ランプ管２５０に挿入される脱着可能（及び場合によっては脆弱
／破損し易い）部品の数を低減し、それによって管形ランプ２００の組み立てを更に容易
にする。
【００４７】
　本実施形態においては、本体部分１１０はランプ管２５０よりも大きな直径を有する端
部部分２６０を含む。端部部分２６０は、ランプ管２５０への支持構造体１００の挿入時
、ランプ管２５０の第１端部に当接するように配置されている。端部部分２６０は、この
ランプ管２５０の第１端部を密閉し、この第１端部が支持構造体１００から滑り落ちない
ようにするために使用されても良い。ランプ管２５０の反対端を密閉及び／又は固定する
異なる手法については図１０に関連して記載される。図５では、ランプ管２５０は、例え
ば、ガラス又は透明／半透明プラスチック材料で作製されても良い。ガラスが破損した場
合に筐体２４０がドライバユニット２２０を保護するようになっているため、保護筐体２
４０によりガラス製のランプ管２５０の使用が可能になる。通常のガラス製ランプ管２５
０は後付け式ランプ管において一般に使用される例えば押出プラスチック材料よりも安価
なため、これは有利である。更に、ガラス製ランプ管２５０の剛性により、より剛性の低
い支持構造体１００の使用が可能になる。特に、支持構造体１００及びガラス製ランプ管
２５０は共に、熱分配構造体２３０を、剛性を付与するように構成されたより厚肉の金属
構造体の代わりに、比較的薄肉の金属板とすることを可能にするほどの十分な剛性を付与
しても良い。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、管形ランプ２００は、ＬＥＤによって放出される光の拡散用の
１つ又は複数の拡散シート又はコーティングを含んでも良い。付加的に又は代替的に、管
形ランプ２００は、ＬＥＤによって放出される光の波長を変換するためのリモート蛍光体
のシート又はコーティングを含んでも良い。例示的実施形態においては、管形ランプ２０
０は、蓋部分１２０と類似する形状を有する（即ち、ランプ管２５０の内側に合う半円状
の断面を備える）がＬＥＤ２１１を覆う蓋を含む。この蓋は光を散乱する及び／又は光の
波長を変換するように構成されても良く、且つ例えば、ＬＥＤ２１１及び熱分配構造体２
３０の固定後、支持構造体１００上にスナップ留めされても良い。
【００４９】
　図６は、図５に示される照明デバイス２００の線Ｌ１－Ｌ１に沿って切った断面を概略
的に示す。支持構造体１００の輪郭が図６の破線によって示されることは理解されよう。
更に、図７は、本発明の別の実施形態による照明デバイス７００の対応する断面を概略的
に示す。照明デバイス２００と同様に、照明デバイス７００は、支持構造体７１０（破線
によって示される）と、ＬＥＤ７２１を備えた少なくとも１つのＰＣＢ７２０と、ドライ
バユニット（不図示）と、熱分配構造体７３０と、を含む。ＬＥＤ２１１及び熱分配構造
体２３０がランプ管２５０の中心の比較的近傍に、即ち、ランプ管２５０の円形断面の周
縁から比較的遠くに配置されている照明デバイス２００とは対照的に、その代わりとして
ＬＥＤ７２１はランプ管７４０の底部の比較的近傍に配置されている。ランプ管７４０の
底部の比較的近傍におけるＬＥＤ７２１の配置により、ＬＥＤ７２１とランプ管７４０と
の間の混合チャンバ７５０のサイズを拡大し、照明デバイス７００の光出力の均一性を向
上しても良い。熱分配構造体７３０は、有利には、ＬＥＤ７２１から受け取った光を反射
するための反射面を含み、これによって照明デバイス７００のエネルギー損失を低減して
も良い。任意選択的に、ランプ管７４０の側面に向かって放射される光を混合チャンバ７
５０内へと反射させるため、熱分配構造体７３０は支持構造体７１０に沿って上方に延在
しても良い。図６乃至７に示される熱分配構造体２３０及び７３０は、有利には、熱分配
構造体２３０及び７３０と各ガラス管２５０、７４０との間の熱伝達を向上させるため、
各ガラス管２５０、７４０に近接して取り付けられるような形状にされても良い。
【００５０】
　図８は、図１に示される支持構造体１００の線Ｌ２－Ｌ２に沿って切った断面を概略的
に示し、図９は、本発明の別の実施形態による支持構造体９００の対応する断面を概略的
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に示す。支持構造体１００（又は支持構造体１００の本体部分１１０）は、隔室１１３に
関節式に連結された蓋部分１２０によって閉鎖可能な隔室１１３を含む。隔室は、その中
に配置されたドライバユニットの取り外し／交換のため、例えば、閉鎖後に開くことが可
能であっても良い。或いは、隔室１１３及び／又は蓋部分１２０は、例えば、隔室１１３
を永久的に閉じるための実質的にあらゆる種類のロック手段（蓋部分１２０から延出し、
隔室１１３が閉じられると隔室１１３の凹部８０２内にスナップ留めされるピン８０１な
ど）を含んでも良い。隔室１１３の永久的な閉鎖により、その中に収容されたドライバユ
ニットの安全を更に向上しても良い及び／又は支持構造体１００の製造を容易にしても良
いことは理解されよう。支持構造体９００は同様に、隔室９１０及び隔室９１０の閉鎖の
ための蓋部分９２０を含む。しかしながら、蓋部分９２０は隔室９１０とは別個に設けら
れる。隔室９１０を閉じるために、蓋部分９２０は隔室９１０（又は本体部分）の上にス
ライドされてもスナップ留めされても良い。隔室９１０が閉じられると、蓋部分９２０は
、例えば、蓋部分９２０から延出し、隔室９１０の凹部９２２内にスナップ留めされるピ
ン９２１などのスナップフィット構造によって所定の位置に保持されても良い。ピン９２
１及び凹部９２２の使用を代替又は補完するのは、隔室９１０の閉鎖後、蓋部分９２０を
所定の位置に保持するための超音波溶接の使用である。蓋部分９２０を隔室９１０の上に
垂直下方向に移動することによって隔室９１０を閉鎖する代わりに、別法として蓋部分９
２０は支持構造体９００の軸方向に水平にスライドさせて所定の位置に配置しても良い。
例えば、そのような水平スライド運動時に蓋部分９２０を案内するため、凹部９２２の断
面に類似する断面を有するスリットが使用されても良い。
【００５１】
　図１０には、本発明による支持構造体アセンブリの様々な実施形態が示される。
【００５２】
　図１０ａは、図１に示される支持構造体１００に類似する支持構造体アセンブリ１０１
０の例を概略的に示す。支持構造体アセンブリ１０１０は、少なくとも１つの照明モジュ
ール（例えば１つ又は複数のＰＣＢ）を固定するための少なくとも１つの固定手段（不図
示）を含む単一の（単一部品）本体部分１０１１を含む。本体部分１０１１は、本体部分
１０１１の各々の端部に配置された２つの隔室１０１２を更に含み、各々の隔室１０１２
は照明モジュールへの電力供給用のドライバユニットを収容するために配置されている。
支持構造体アセンブリ１０１０は２つの蓋部分１０１３を更に含み、そのそれぞれがその
閉鎖のため各隔室１０１２に連結可能である。図１に示される支持構造体１００と同様に
、本体部分１０１１はランプ管１０１４の内寸内に適合するように構成されている。本体
部分１０１１は、ランプ管１０１４よりも大きな直径を有し、且つ支持構造体アセンブリ
１０１０がランプ管１０１４内に挿入されるとランプ管１０１４の第１端部に当接するよ
うに配置された（ここではリングを形成する構成の形態の）第１端部部分１０１５を含む
。第１端部部分１０１５はこの第１端部においてランプ管１０１４を密閉する機能を果た
す。支持構造体アセンブリ１０１０は、第１端部部分１０１５の反対側の、本体部分１０
１１の第２端部部分１０１７に配置された端部要素１０１６を更に含む。端部要素１０１
６は、挿入時、ランプ管１０１４の第２端部において支持構造体アセンブリ１０１０を固
定するように配置されている。端部要素１０１６はランプ管１０１４の端部を密閉するた
めの実質的にあらゆる種類の要素、例えばプラグであっても良い。支持構造体アセンブリ
１０１０は隔室１０１２内に配置されたドライバユニットの電力接続ピン１０１８を組み
込むように配置されても良いことは理解されよう。これは、この種の電力接続が別個のエ
ンドキャップ又は端部要素１０１６内に含まれる必要がないという利点を提供する。
【００５３】
　例示的実施形態においては、本体部分１０１１は、自身をランプ管１０１４の第２端部
においても固定するための、即ち、ランプ管１０１４が本体部分１０１１から滑り落ちる
ことを防止するための組み込み式機能（integrated functionality）を含んでも良い。本
体部分１０１１は、本体部分１０１１がランプ管１０１４の第１端部を通じて挿入される
とランプ管１０１４の第２端部において局所的に本体部分１０１１の寸法を増加する目的
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を持つ要素又は構造を含んでも良い。例えば、本体部分１０１１は、本体部分１０１１が
ランプ管１０１４を出る際、本体部分１０１１をランプ管１０１４の第２端部において固
定するために半径方向外側に移動するようになっている１つ又は複数の要素及び／又は構
造（例えばスナップフィンガー配置（snap finger arrangement））を含んでも良い。支
持構造体アセンブリ１０１０は、組み込み式固定機能に加え、任意選択的に、第２端部部
分１０１７又はガラス管１０１４の第２端部に取り付けられるように構成された更なる端
部要素を含んでも良い。このような更なる端部要素は、支持構造体アセンブリ１０１０及
びランプ管１０１４を含む照明デバイス（又は管形ランプ）を、従来の管形ランプ用に適
合された電気取付部品に取り付けることを可能にするため、従来の管形ランプの端部の外
部形状を模した外部形状を有しても良い。
【００５４】
　図１０ｂは、図１に示される本体部分１１０にそれぞれ類似する２つの本体部分１０２
１を含む支持構造体アセンブリ１０２０を概略的に示す。本体部分１０２１は、ＰＣＢを
固定するための固定手段及びドライバユニットを収容するためのハウジングを含む。本例
においては、支持構造体アセンブリ１０２０は本体部分１０２１の１つをランプ管１０２
２の各端部から挿入し、ランプ管１０２２内において本体部分１０２１を長手方向に相互
連結することによって組み立てられるようになっている。本体部分１０２１には、ランプ
管１０２２内における本体部分１０２１間の簡単な（手動又は自動の）相互連結を可能に
する実質的に任意のロック又は固定手段（例えばスナップフィット構造）が備えられても
良い。各本体部分１０２１は、有利には、例えば射出成形によって単一部品にて形成され
ても良い。図１０ｂでは、端部プラグなどの追加部品の必要無しにランプ管１０２２内に
おける支持構造体アセンブリ１０２０の固定を可能にするため、本体部分１０２１のそれ
ぞれはランプ管１０２２よりも大きな直径を有する端部部分１０２３を有しても良い。
【００５５】
　図１０ｃは、ＰＣＢを固定するための本体部分１０３１（固定手段を含む）を含む支持
構造体アセンブリ１０３０を概略的に示す。支持構造体アセンブリ１０３０は支持構造体
アセンブリ１０３０の各端部に１つの追加本体部分１０３２を更に含み、追加本体部分１
０３２のそれぞれはドライバユニットを収容するための隔室を含む。図１０ｂに関連して
記載したアセンブリと同様に、本体部分１０３１、１０３２はランプ管１０３３内に挿入
され、且つ相互連結されるように配置されている。ＰＣＢ及びドライバユニットを収容す
るために様々な本体部分を使用することにより、本体部分に使用される材料は特定の本体
部分の用途に合わせて調整されても良い。例えば、ドライバユニットを収容するための本
体部分１０３２は、有利には、ドライバユニットを保護するため比較的頑丈な／耐久性の
ある材料及び／又は電気絶縁材料（例えば、ポリカーボネート材料又はポリブチレンテレ
フタレート材料）を含んでも良く、ＰＣＢを収容するための本体部分１０３１は、有利に
は、より安価な材料（例えばポリプロピレン又は高密度ポリエチレン）で作製されても良
い。
【００５６】
　図１０ｄは、ランプ管１０４２における長手方向の相互連結用に配置された複数の本体
部分１０４１を含む支持構造体アセンブリ１０４０を概略的に示す。この相互連結は実質
的にあらゆる相互連結要素、例えばスナップフィットを含んでも良く、且つこの相互連結
は手動又は自動操作によって実施されても良い。本体部分１０４１の数及び長さは使用さ
れるランプ管１０４２の長さに基づき適応させても良い。特に、例えば少なくとも長さ１
ｍ、１．２５ｍ又は１．５ｍの比較的長いランプ管においては、より少数の本体部分を使
用するか、より多数の本体部分を使用するかの選択は、本体部分を相互連結することに伴
う組立コストと、より少数ではあってもより長い本体部分を製造するコストとの間におけ
るトレードオフとなり得る。
【００５７】
　図１０ｅは、単一の本体部分１０５１と、本体部分１０５１をランプ管１０５３内にお
いて固定するため、及びランプ管１０５３を密閉するための端部要素１０５２と、を含む
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【００５８】
　図１１は、本発明の一実施形態による、ランプ管内に配置するための支持構造体を製造
する方法１１００の概要を示す。図１１の方法１１００により製造される支持構造体は、
例えば、図１に示される支持構造体１００であっても良い。方法１１００は、流体状態の
プラスチック材料を用意する１１０１ステップと、プラスチック材料を型に射出する１１
０２ステップと、を含む。方法１１００は、プラスチック材料を本体部分に成形する１１
０３ステップを更に含み、本体部分は単一部品に成形され、且つ少なくとも１つの照明モ
ジュールを固定するための少なくとも１つの固定手段と、少なくとも１つの照明モジュー
ルへの電力供給用のドライバユニットを収容するために配置された少なくとも１つの隔室
と、少なくとも１つの蓋部分を少なくとも１つの隔室に連結するための少なくとも１つの
連結手段と、を含む。方法１１００は、熱伝導シート材を用意するステップと、熱伝導シ
ート材を型に配置するステップを更に含んでも良い。熱伝導シート材は、有利には、プラ
スチック材料を型に射出する前に型に配置されても良い。本例においては、プラスチック
材料を本体部分に成形する１１０３ステップは、シート材がプラスチック材料に接着され
るように、及びプラスチック材料とシート材が互いに熱的に連結されるように実施される
。
【００５９】
　本発明の実施形態が図面及び前述の記載に詳細に図示及び記載されたが、そのような図
及び記載は例証的又は例示的であり、限定的ではないとみなされるべきである。本発明は
開示される実施形態に限定されるものではない。例えば、ドライバユニットを収容するた
めの少なくとも１つの隔室が、少なくとも１つの照明モジュールを固定するために少なく
とも１つの固定手段が配置されている位置よりも下に配置された実施形態において本発明
を動作することが可能である。当業者には、請求された発明の実施において、図面、開示
及び添付の特許請求の範囲の研究から、開示された実施形態以外の変形形態が理解及び実
施され得る。特許請求の範囲において、「含む（comprising）」という語は他の要素又は
ステップを排除するものではなく、不定冠詞「a」又は「an」は複数を排除するものでは
ない。相互に異なる従属請求項に特定の方策が列挙されているという単なる事実はこれら
方策の組み合わせが有利に使用され得ないことを示すものではない。特許請求の範囲の何
れの参照符号も範囲を限定するものと解釈されるべきではない。
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